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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Низькотемпературне формування нанорозмірних плівкових матеріалів з ефектом пам'яті форми для
сучасних мікроелектромеханічних систем

Назва роботи англійською:
Low-temperature formation of nanosized thin-film materials with shape memory effect for modern
microelectromechanical systems

Реферат українською:
Мета роботи. Встановлення закономірностей низькотемпературного дифузійного фазоутворення в плівкових
композиціях Ni/Ti з ефектом пам’яті форми в залежності від фізико-технологічних параметрів осадження та
термічної обробки, а також наявності додаткових проміжних шарів та збільшення кількості внутрішніх
границь розділу між нанорозмірними шарами Ni та Ti. Основні результати. Встановлено закономірності
термічно-індукованого формування структури, фазового складу і властивостей плівкових матеріалів на
основі системи Ni/Ti, які полягають у наступному: • визначено закономірності фазоутворення в системі
Ni/Ti з різним періодом модуляції (товщиною) та різною кількістю границь розділу (від однієї до трьох) при
збереженні загальної товщини системи (60 нм); • визначено вплив періоду модуляції в системі Ni/Ti з різною
кількістю шарів на температурні залежності питомого електроопору; • встановлено послідовність
формування фаз та температурні інтервали їх стабільності в залежності від середовища термічної обробки,
яка проводилася у вакуумі та аргоні; • з використанням структурних методів досліджено зміну напруженого
стану в системі Ni/Ti з різним періодом модуляції та кількістю наношарів; показано, що збільшення кількості
внутрішніх границь розділу між металевими шарами дозволяє зменшити величину залишкових
макронапружень 1-го роду; • використання синхротронного випромінювання дозволило вперше показати,
що збільшення кількості внутрішніх інтерфейсів дозволяє ефективно впливати на окиснений стан Ti на
вільній поверхні; • визначено вплив додаткових шарів металів (Ag, Cu) на закономірності дифузійного
фазоутворення в бінарній системі Ni/Ti; вперше показано, що додавання проміжного шару Ag не лише
запобігає структурній аморфізації на інтерфейсі між Ni та Ti і сприяє формуванню інтерметалідних фаз.

Реферат англійською:
The aim of work. Establishing the regularities of low-temperature diffusion phase formation in Ni/Ti film
compositions with a shape memory effect depending on the physical and technological parameters of their
deposition and thermal treatment, as well as the presence of additional intermediate layers and an increase in the
number of internal interfaces between nanoscale layers of Ni and Ti. Main results. The regularities of the thermally
induced formation of the structure, phase composition and properties of thin-film materials based on the Ni/Ti
system have been established, which are as follows: • regularities of phase formation in the Ni/Ti system with
different modulation period (thickness) and different number of interfaces (from one to three) while maintaining
the total thickness of the system (60 nm) are determined; • the influence of the modulation period in the Ni/Ti
system with different number of layers on the temperature dependence of the electrical resistivity is determined; •
the sequence of phase formation and the temperature intervals of their stability depending on the heat treatment
environment, which was carried out in vacuum and argon, were determined; • with the use of structural
techniques the change of the stress state in the Ni/Ti system with different modulation periods and number of
nanolayers was explored; it is shown that an increase in the number of internal interfaces between metal layers
allows to reduce the amount of residual macro-stresses; • the use of synchrotron radiation allows to show that the
release of Ti on the outer surface is taking place upon heat treatment up to the complete disappearance of the
signal from Ni; • the effect of additional layers of metals (Ag, Cu) on the regularities of diffusion phase formation in
the Ni/Ti binary system has been determined; it has been shown that the addition of an intermediate Ag layer



prevents structural amorphization at the interface.
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